lumberg

[ 4
2.50
: D [al
) 3
14.8
1 Al
a
NTTO L o [P
J
12.0 11.0
T 1
mﬁy
7.2
*a

80-95)@ 250
o
o

E 690 C/e

0.70

*a Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
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USB-2.0-Steckverbinder
USB 2.0 connectors
Connecteurs USB 2.0

USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, stehende Ausfiihrung, fur

Leiterplatten

1. Werkstoffe

Kontakttrager
Kontaktfeder
Lotanschluss
Gehause

2. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Prifspannung
Isolationswiderstand

circuit boards

1. Materials

Body

Contact spring
Solder pin
Shell

2. Mechanical data
Mating with
3. Electrical data

Contact resistance
Rated current
Rated voltage

Test voltage
Insulation resistance

PBT GF

CuZn, unternickelt und vergoldet
CuZn, unternickelt und verzinnt
CuZn, unternickelt und verzinnt

USB-Stecker 2431

<30 mQ
<1A
30V AC
500 V/60 s
> 100 MQ

USB 2.0 chassis socket type B, upright version, for printed

PBT GF

CuZn, pre-nickeled and gilded
CuZn, pre-nickeled and tinned
CuZn, pre-nickeled and tinned

USB plug 2431

<30 mQ
<1A
30V AC
500 V/60 s
> 100 MQ

Embase femelle USB 2.0 type B, version droite, pour cartes

imprimées

1. Matériaux

Corps isolant
Ressort de contact
Plot a souder
Boitier

2. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact
Courant assigné
Tension assignée
Tension d'essai
Résistance d'isolement

PBT GF

CuZn, sous-nickelé et doré
CuZn, sous-nickelé et étamé
CuZn, sous-nickelé et étamé

connecteur male USB 2431

<30 mQ
<1A
30V AC
500 V/60 s
=100 MQ
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